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Abstract (en)
Different cutting tools are alternately fitted into a stamping device in order to produce groups having a different number of contact elements (4), and
different connections between the contact regions (6) and the connecting regions (9) of the contact elements (4) are thus stamped, and superfluous
contacts and connections are cut away. In the case of plug connectors which are partially fitted, this method leads to economical production of
different contact element groups and to a reduction in the space requirement on the connection side when installing a plug connector on a printed
circuit board. <IMAGE>

Abstract (de)
Zur Herstellung von Gruppen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kontaktelementen (4) werden unterschiedliche Schneidwerkzeuge in eine
Stanzeinrichtung eingewechselt und damit unterschiedliche Verbindungen zwischen den Kontaktbereichen (6) und den AnschluBbereichen (9)
der Kontaktelemente (4) gestanzt und Uberfllissige Kontakte und Anschliisse weggeschnitten. Dieses Verfahren fiihrt bei Teilbestiickung von
Steckverbindern zu einer wirtschaftlichen Herstelllung unterschiedlicher Kontaktelemente-Gruppen und zu einer Verringerung des anschluBseitigen
Platzbedarfs beim Einbau eines Steckverbinders auf einer Leiterplatte. <IMAGE>
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